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Le mot du Président 

En ce début d’année 2017, il convient de 
dresser le bilan de nos activités 2016 ! 
Quatre évènements ont jalonné l’année 
dernière : Thermique à la Rochelle, 
Interconex à Paris, Puissance à Tours et 
enfin Medical à Lyon ; MiNaPAD n’a pas 
eu lieu du fait de l’organisation de 
ESTC2016 à Grenoble en septembre. Je 
tiens à saluer l’ensemble des membres du 
bureau IMAPS-France, qui ont 
bénévolement co-organisé ces évènements 
avec INTERCONEX. 
Je n’oublie par nos exposants qui d’année 
en année nous assurent fidèlement de leur 
présence à ces évènements et participent à 
leur animation en journée et durant les 
diners de Gala ! 
Enfin, le bilan financier aura du mal à 
s’équilibrer pour 2016, en raison d’une 
faible affluence aux workshops  Interconex 
et Medical malgré des programmes de 
bonne qualité. Si nous arrivons à maintenir 
le bon niveau des programmes de par le 
choix des sujets et la sélection des papiers, 
le succès d’un évènement se mesure 
également au taux de participation. C’est 
ainsi que pour un bon fonctionnement de 
notre société savante IMAPS et de la 
société INTERCONEX, votre participation 
à nos prochains évènements sera 
indispensable. J’en profite pour vous 

rappeler de renouveler votre adhésion, c’est 
le moment. 
Après cette rétrospective sur 2016, IMAPS-
France vous propose de nous réunir pour 
2017 autour des évènements emblématiques 
tels que Thermique, Puissance, Medical, de 
continuer notre parrainage de DeMESys et 
de co-organiser l’évènement RAMP avec 
l’IMAPS USA. 
Pour terminer ce mot, nous allons 
développer et renforcer les partenariats 
avec des industriels, des associations, des 
pôles de compétitivités et d’autres chapitres 
IMAPS soit de façon opportuniste soit de 
façon plus durable. 

Alexandre VAL 
“Everything in electronics between the chip and the 
system” (ISHM – Une définition du Packaging) 

Calendrier IMAPS France 2016- 2017 
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Les 1 et 2 Février 2017, La Rochelle 

12ème ATW Micro Packaging and Thermal 
Management 

Les 12 et 13 Avril 2017, Rabat (Maroc) 

2nd DeMESys - (Parrainé par IMAPS-France) 

Les 26 et 27 Avril 2017, Paris 

RAMP – RF and Microwave Packaging 

Les 17 et 18 Mai 2017, Grenoble 

5ieme Micro-Nano Electronics Packaging and Assembly 

Octobre 2017, Tours 

9ème ATW Nano and Micro Power Electronics & 
Packaging 

22 et 23Novembre 2017, Lyon 

5ème ATW Microelectronics, Systems & Packaging for 
Medical Applications 
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12th European Advanced Technology 
Workshop on Micropackaging and 

Thermal Management 
 – La Rochelle –  

Jean-Yves Soulier 
Zodiac Aerospace 

Président de la conférence 
 

Dans moins de 3 semaines se tient notre 
12ième workshop que j’aurai l’honneur de 
présider pour la deuxième année 
consécutive. Au terme d’un rush de trois 
mois et de nombreux aléas, nous avons 
bouclé un programme qui donne la part 
belle aux matériaux et commencera par un 
bref rappel historique d’IMAPS France et 
de son rôle joué dans la filière électronique, 
suivi d’un keynote paper de notre ami 
David Saums. De dimension internationale, 
le workshop donne cette année une tribune 
à des conférenciers venant des Etats Unis, 
de France, d’Allemagne, de Pologne, 
d’Autriche, d’Espagne et du Royaume-Uni. 
Je ne crains pas d’insister et de rappeler que 
ce workshop est, entre autres évènements 
organisés par l’IMAPS, l’occasion pour 
chacun de développer son réseau et 
d’identifier le Who’s Who du monde du 
packaging. Dans une période où les 
entreprises réduisent les bons de sortie pour 
leurs experts et spécialistes, qu’il me soit 
aussi permis de rappeler que nos deux 
journées d’échange et de conférences 
peuvent donner droit, sur demande auprès 
de Florence Vireton, à la remise d’une 
attestation de formation, délivrée par 
INTERCONEX, organisme certifié.  
 

 
Au moment où j’écris ces lignes plus d’une 
soixantaine de personnes, conférenciers, 
exposants et auditeurs, se sont déjà 
inscrites, ce qui augure déjà d’une grande 
richesse d’échanges. Je souhaite donc vous 
voir aussi nombreux que l’an dernier où 
nous avions réuni plus d’une centaine de 
participants. 
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5ème MiNaPAD 2017 
Jean-Luc DIOT 

NovaPack 
Président du Forum 

 

Nous avons le plaisir de vous confirmer 
l’organisation de la cinquième édition du 
Forum MiNaPAD (Micro/Nano-Electronics 
Packaging and Assembly, Design and 
Manufacturing) les 17 et 18 Mai 2017. 
Nous espérons vous rencontrer pendant ces 
deux jours de présentations techniques et 
d’échanges sur les stands d’exposition à 
Grenoble (au World Trade Center, proche 
de la gare). Le 16 mai, ces deux journées 
seront précédées le matin par quatre 
tutoriaux (packaging des MEMS, 
photonique, thermique et fiabilité) et 
l’après-midi par une conférence de Mervi 
Paulasto de l’université d’Aalto (Finlande), 
organisée conjointement avec CPMT, sur 
« New Materials Entering MEMS ». 
L’appel à communications, avec le détail 
des thématiques (voir ci-dessous), est 
ouvert et nous attendons vos contributions. 
A vos stylos !!! 
 
N’oubliez pas de marquer ces dates sur vos 

Agendas : 
 

17 et 18 Mai 2017 à Grenoble 
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2ème DEMESYS 2017 
Imane AZZOUZI 
MAScIR- Rabat 

General Chairwoman 
 
Trois mois seulement nous séparent de la 
deuxième édition de DEMESYS. L’appel à 
communications, avec le détail des 
thématiques et dates importantes 
(disponible sur le site IMAPS) est toujours 
ouvert, vous pouvez envoyer vos 
contributions pour faire partie du 
programme de conférence. 
Les Keynotes sont en cours de validation et 
seront bientôt publiés. En phase avec les 
larges thématiques de l’évènement, ils 
porteront principalement sur : 

• Les nouvelles techniques de 
packaging, 

• L’électronique de puissance et les 
applications automotive, 

• Les solutions de financement pour 
vos Projets. 

Nous vous invitons aussi à réserver votre 
stand dans la zone d’exposition, lieu 
privilégié d’échanges entre les différentes 
sociétés présentes. 
Dernier point, mais pas le moindre, nous 
sommes ouverts à vos suggestions pour le 
programme social de la soirée du 12 Avril. 
N’hésitez pas si vous avez des préférences 
pour la visite de la ville de Rabat ou pour le 
diner. 
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RaMP 2017 
26 et 27 Avril à Paris 
General Co-Chairs 

Brigitte Braux (Imaps France) 
And Ken Kuang 

(Torrey Hills Technologies, LLC) 
 

 
 

N’oubliez pas de bloquer vos agendas pour 
ces deux jours à Paris en Avril 2017. 
L’appel à Communications est paru et les 
propositions de résumés sont attendues 
jusqu’au 15 février. 
Le programme technique se construit avec 
un comité d’organisation mondial et l’on 
attend déjà une forte délégation asiatique 
pour cet évènement. Dès la fin février les 
conférences vous seront proposées sur des 
thèmes abordant bien sûr le packaging mais 
sur un très large spectre d’applications tant 
numériques qu’analogiques. 
L’occasion pour tous de découvrir la 
diversité des solutions de packaging dans 
des domaines très variés. 
Une session dédiée aux 
Télécommunications vous sera proposée 
avec une présentation de la progression de 
la « 5G » en Chine où le gouvernement fait 
un effort considérable pour développer 
cette technologie et la mettre en œuvre très 

rapidement, avec un but avoué : faire 
repartir la croissance économique par ce 
biais. 
Réussiront-ils leur pari ? L’avenir nous le 
dira mais cette session particulière sera 
pour les auditeurs l’occasion de prendre des 
informations très concrètes auprès des 
acteurs de cette filière. L’exposition avec 
table top est aussi lancée et il reste encore 
quelques opportunités pour ceux qui le 
souhaitent. 
Les contacts sont inchangés : 
 

- brigitte.braux-touchat@orange.fr  

ou  

- imaps.france@imapsfrance.org 
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Informations diverses 
Nouveauté 

Centre Français Fiabilité 
samuel.cutullic@nae.fr 

02.32.80.88.00 
Samuel CUTULLIC 

 

 

 
 

 

 

 
Adhésions 

N’oubliez pas de renouveler vos adhésions pour la 
prochaine année.  
Pour tout renseignement complémentaire, 
contacter : Florence Vireton par messagerie : sur 
imaps.france@imapsfrance.org 

ou par téléphone au 01 39 67 17 73 
Visitez également notre nouveau site Internet : 
www.france.imapseurope.com 
 

Prochaine édition : Avril 2017 


